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Ozet

ABD ile Cin arasindaki kiiresel gii¢ miicadelesindeki en yogun rekabetin yasandig1 alan teknolojidir. Teknoloji
rekabeti ¢ok sayida alt konu basligini icermekle birlikte bu basliklar icerisinde yer alan yar1 iletkenler, hem en
ileri teknolojiyi temsil etmesi hem de diger teknolojilerdeki kritik bilesen olmas1 sebebiyle, rekabette kritik
odak noktas1 haline gelmistir. Yari iletkenler, son derece karmasik tiretim asamalarini iceren ve nihai irtin
haline gelene kadar kitalararasi tiretim stireglerini kapsayan bir tedarik zincirine sahiptir. ABD ve Cin yar1
iletken tedarik zincirinin ttim stireclerini ulusal giivenlik konusu haline getirerek bu stireclerde tam kontroli
elde etmeye yonelik politikalar gelistirmektedir. Bu politikalarin etkileri ikili ilisiklerin 6tesine gecerek kiiresel
ittifaklar1 ve sektoriin kiiresel tedarik zincirini dogrudan etkilemektedir. Bu makale iki devletin yar: iletken
sektorii tizerindeki rekabetini Giivenliklestirme teorisi tizerinden ele alarak kiiresel etkilerine yonelik bir
analiz sunmaktadir.

Anahtar Kelimeler: Yari Iletkenler, ABD-Cin Rekabeti, Giivenliklestirme

Abstract

Technology constitutes the most intense arena of competition in the global power struggle between the United
States and China. Although technological rivalry encompasses a wide array of subdomains, semiconductors
have emerged as a critical focal point due to their dual role as a representation of cutting-edge innovation and
as indispensable components in other technological systems. The semiconductor industry involves extremely
complex production stages and a supply chain that spans across continents before culminating in the final
product. Both the United States and China are formulating policies aimed at achieving full control over all
stages of the semiconductor supply chain by framing these processes as matters of national security. The
impact of such policies transcends bilateral relations, directly shaping global alliances and the international
semiconductor supply chain. This paper analyzes the semiconductor competition between the two states
through the lens of securitization theory and presents an evaluation of its global ramifications.

Keywords: Semiconductors, US-China rivalry, Securitization

1 Dr., Kocaeli Universitesi, Uluslararasi iliskiler Anabilim Dals, uguryildiz001@gmail.com, ORCID: 0009-0005-5863-0464

Atif/Cite: Y1ldiz, U. (2026). “Kiiresel Teknoloji Liderligi Rekabetinde Yar1 iletkgnler: ABD ve Cin’in
Giivenliklestirme Stratejileri”, Uluslararasi Iliskiler ve Politika Dergisi (ULIPOD), 6(1), 17-40.

DOI: 10.62334/ulipod.1695427


https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://intihal.net/
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/turkish-translation/
https://www.turnitin.com/

Kiiresel Teknoloji Liderligi Rekabetinde Yari [letkenler: ABD ve Cin’in Giivenliklestirme Stratejileri

Giris

ABD-Cin arasindaki kitiresel giic rekabeti guntumiizde uluslararas: iliskileri
sekillendiren en 6nemli gtindem konularindan birisidir. Cin'in 1978 de baslayan disa agilim
ve reform siireciyle birlikte sagladig1 olagantistii biiylime, 6zellikle 2008 finansal krizi
sonrasinda ABD'nin kiiresel liderligine meydan okuyan bir hal almistir. ABD-Clin iliskileri
Barack Obama’nin bagkanlik dénemi boyunca is birligi ekseninde stirdiirtilmeye devam
etmis, Trump donemi ile berber iliskiler isbirliginden rekabete hatta catismaya dogru
evirilmistir. ABD Cin’j, ilk olarak, 2017’de yayinlanan Ulusal Guivenlik Strateji belgesinde
ABD cikarlarmi ve gtivenligini tehdit eden bir rakip olarak tanimlanmistir (The White
House, 2017: 2). Ilerleyen yillarda ABD’nin Cin’i stratejik bir rakip olarak degerlendirmesi,
glclenerek devam etmistir. Biden doneminde yayimnlanan Ulusal Giivenlik Strateji
belgesinde de Cin, “hem uluslararas: diizeni yeniden sekillendirme niyetiyle hem de giderek artan
bir sekilde bunu yapabilecek ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik giice sahip tek rakip” olarak
tanimlanmistir (The White House, 2022a: 23).

ABD-Cin rekabetinin ekonomik, ideolojik, jeopolitik ve teknolojik gibi bircok boyutu
bulunmaktadir. CIA eski direktorti William Burns’tin vurguladig: gibi, bunlar arasinda en
yogun rekabetin yasandig1 alan teknolojidir (NPR, 2021). ABD, yirminci ytizyil baslarindan
itibaren diinyanin teknoloji ve inovasyonda lider {iilkesi olarak bu konumunu devam
ettirmeye calisirken, Cin de ABD ve genel olarak Bati kaynakli teknolojilere olan
bagimliligin1 azaltip yerel inovasyon kapasitesini gelistirerek teknolojide kiiresel liderligi
hedefleyen politikalar uygulamaktadir (Jinping, 2017: 24-27). Iki biiytik giictin kiiresel
teknoloji liderligine yonelik uyguladigr politikalar bir yandan ozellikle c¢igir acan
teknolojilerde (yapay zekd, 5-6G, kuantum bilisim, biyoteknoloji, insans1 robotlar vb.)
biiytik bir yaris1 beraberinde getirirken, diger yandan da teknolojinin hemen her alaninda
kapsaml1 bir teknolojik ayrismayi (technological decoupling) tetiklemektedir (Bateman,
2022; Gui, 2022; Jetferson, 2021; Lim ve Ferguson, 2020; Meinhardt, 2020; Mueller, 2020;
Ryan, Fritz ve Impiombato, 2021; Xuetong, 2020).

Teknolojik ayrisma, catt kavram olan teknolojinin tim alt sektorlerinde
(telekomiinikasyon, dijital, veri yonetimi, robot, enetji, askeri, biyo vb. teknolojiler) ve her
bir teknolojinin gelistirilmesi, tiretilmesi ve nihai olarak kullanilmasini iceren tiim tedarik
zincirinde ABD ve Cin’in, birbirinden bagimsiz sekilde tam kontrol saglamasini ve rakibine
olan bagimliliklarini en aza indirmesini ifade etmektedir. iki tilke de teknolojide birbirlerine
olan bagimliliklarim1 bir ulusal gtivenlik meselesi olarak ele almaktadir (Jinping, 2021;
Trump, 2019). Bunun yaninda iki iilke de, teknolojinin alt bilesenlerinde “Temiz Ag
Girisimi” (Clean Network) ve Made in China 2025 gibi politikalar araciligiyla birbirlerine
olan bagimliliklarini azaltan gesitli politikalar uygulamaktadirlar (Pompeo, 2020; Wiibbeke
vd., 2016).

Glintimiizde teknolojinin alt bilesenleri icerisinde teknoloji rekabetinin en yogun
yasandig1 alanlardan belki de en kritik olani yar iletkenlerdir. Bunun iki temel sebebi
bulunmaktadir. Birincisi yari iletkenlerin kiiresel ekonomide ve gelisen teknolojilerde kritik
roliiyle ilgilidir. Yari iletkenler teknolojinin “DNA’s1 olarak tanimlanmaktadir (The White
House, 2021: 22). Beyaz esyalardan, telefonlara, otomobillerden, tarim aletlerine, mutfak
robotlarma, bilgisayarlara kadar elektronik devrelerle calisan tiim cihazlarda yar1 iletken
devreler bulunmaktadir. Bu 6zelligiyle yari iletkenler hemen hemen tiim sektorlerin temel
tasi durumundadir. Dolayisiyla yari iletkenler tarim ve ulasimdan saghk hizmetleri,
telekomtinikasyon ve internete kadar ekonominin esasen tiim enddiistrilerini
dontistirmektedir. Yari iletkenlerin ikinci biiytik 6nemi ise teknolojinin ¢cogu alt bileseninde
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Batiya olan bagimliligini buiytik 6lciide gideren ve bircok sektorde de lider konuma gelen
Cin'in yar iletkenler alaninda hedefledigi noktaya ulasamamis olmasidir. Kaydettigi
onemli gelismelere ragmen Cin, halen yari iletken teknolojisinde ABD’nin gerisindedir.

Bu calisma teknolojinin kritik bir alt bileseni olan yari iletken sektdriinde ABD-Cin
arasindaki rekabeti incelemektedir. Arastirmayi sekillendiren temel soru sudur: Kiiresel giic
rekabeti cercevesinde ABD ve Cin, stratejik oneme sahip yar iletken sektoriinde ne gibi
politikalar gelistirmektedir?

Arastirma sorusundan hareketle bu calisma kapsaminda asagidaki iki hipotez
sinanacaktir:

H1: ABD ve Cin yar iletken tedarik zincirinin tiim asamalarinmi ulusal gtivenlik
meselesi icerisinde ele alarak strateji ve politikalar gelistirmektedir

H2: ABD, yari iletken sektoriindeki gticliit konumunu korumak ve Cin’in gelisimini
engellemek {tizere politikalar uygularken, Cin de bu alanda en ileri teknolojik seviyeye
ulasmak ve ABD'nin engellemelerini asmak tizere yogun caba sarf etmektedir.

Bu galismanin ilerleyen boliimleri su sekilde planlanmistir. ik boliimde yar1 iletken
enduistrisinin kiiresel dtizeydeki onemi ele alimnacaktir. Bu baglamda, silikon yonga
tiretiminden baslayarak dijital cihazlardaki yazillm ve donamim entegrasyonuna kadar
uzanan yari iletken tedarik zinciri incelenecek ve ABD ile Cin'in bu alandaki konumlar:
degerlendirilecektir. Sonraki boltimde bu calismanin teorik c¢ercevesini olusturan
Givenliklestirme teorisi agiklandiktan sonra yari iletken sektdriintin ABD ve Cin tarafindan
nasil bir ulusal giivenlik konusu haline getirildigi aciklanacaktir. Ilerleyen iki boliimde bu
sektorti gtivenliklestirmek icin ne gibi politikalar uyguladiklar1 ele almacaktir. Sonug
boliimde ise iki buiytik giictin yar1 iletkenler tizerindeki rekabetinin kiiresel etkileri analiz
edilecektir.

1. Yar1 iletken Ekosistemi

Yar iletkenler, calismalk, iletisim kurmak, seyahat etmek, eglenmek, enerji tiretmek,
hastaliklar1 tedavi etmek ve yeni bilimsel kesifler yapmak gibi hayatin pek ¢ok alaninda
kullandigimiz sistem ve teknolojilerin temelini olusturan elektronik devrelerin ana
bilesenleridir (Semiconductor Industry Association, 2025a). Yar1 iletkenler aslinda entegre
devrelerin (integrated circuit (IC)) temel bilesenleridir. Entegre devreler ise elektronik
cihazlarin galismasini miimkiin kilan temel parcalar olarak ciplerin temel yap: taslaridir.
Cipler, belirli gorevleri yerine getirmek amaciyla yari iletken malzemeler kullanilarak
tiretilen ve tasarlanan entegre devrelere verilen bir isimdir; bu devreler, icerisinde
milyonlarca transistor barindirmaktadir. Dolayisiyla yari iletkenler, hem entegre devrelerin
hem de ¢iplerin temel yap1 tast olmalari sebebiyle, bu sektordeki tiim bilesenlerin temelini
olusturan ve ekosistemin merkezinde yer alan kritik bir konuma sahiptir.

Gunltik hayatta kullamilan tiim elektronik cihazlarin islevselligi, yar1 iletken
ekosisteminin varligina dayanmaktadir. Baska bir deyisle, giintimtiiz teknolojilerinin ortaya
¢ikmasi yar1 iletkenler sayesinde miimkiin olmustur. Son teknoloji bir mikrocipin imalati,
belki de insanoglunun en biiyiik teknolojik bagarisini temsil etmektedir. Ornegin, neredeyse
sifir hata payiyla 3 nanometrelik bir entegre devrenin tasarlama, olusturma ve seri tiretme
stireci, diinyanin en karmasik, bilgi yogun siireclerinden birinin sonucudur (Capri, 2020:
13). Ciplerin teknolojik gelismislik seviyesi, icerisinde yer alan transistorlerin buytklugtyle
olctilmektedir. Belirli bir alana diisen transistor sayisi ne kadar fazla ise ¢ipin islem hiz1 o
derece artmaktadir. Giintimiizde en gelismis ciplerin icerisinde yer alan transistorler 3
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nanometre boyutlarina kadar kiictilmiistiir. Boylece ¢iplerin igcerisine milyarlarca elektronik
bilesen yalnizca birka¢ milimetre kare kadar kiigiik bir alana sigabilmektedir (Varas vd.,
2021: 9).1 milimetre 1 milyon nanometreye(nm) esit oldugu dikkate alindiginda,
gliintimiizde standart olgiilerde bir ¢ipin 1 trilyon transistor icermesi mumkiin hale
gelmistir.

Her biri farkli diizeyde islemler i¢in kategorize edilmis otuzdan fazla yar1 iletken
urtin kategorisi bulunmaktadir (Varas vd., 2021: 8). Hammaddenin islenmesinden
baslayarak mikrogipin elektronik cihazlara entegrasyonuna varan bu kategoriler, birbiriyle
i¢ ice gecmis, ¢ok sayida aktoriin yer aldig1 kitalararas: tedarik zincirine bagli olan ¢ok
karmasik bir stirectir. Bu sebeple bu karmasik yapiy1 bir ekosistem olarak adlandirmak
miimkiindiir. Modern bir ¢ip gelistirmek hem donanim hem de yazilim alaninda derin
teknik uzmanlik gerektirmekte ve bu alanda uzmanlasmis sirketler tarafindan saglanan
gelismis tasarim araglarina ve fikri miilkiyete (IP) dayanmaktadir. Bu kategorilerin
tamamini bu calismada ele almak miimkiin olmamakla birlikte, yari iletken ekosistemi 7
ana kategoride 6zetlenebilir.

e Ik olarak yiiksek saflikta (%99,999) silikon tiretilir. Sonra tiretilen silikon kiilceler haline
getirilerek kesilir ve silikon yongalar elde edilir (Lee ve Kleinhans, 2021: 49). Sadece
silikon yonga tiretiminde 400 ila 600 farkli adim bulunmaktadir (Hitachi High-Tech, t.y.).

e Ikinci olarak tasarimcilar, belirli bir iiretim kalib1 (6rn. 3nm, 7nm, 14nm) icin tasarim
yapar. Ardindan Elektronik Tasarim Otomasyonu (EDA) yazilimlar: kullanilarak bu
tasarimlarin silikon yongalar tizerine kazinacak elektronik devre modellerinin desenleri

cikartilir.

e Uciincti adimda gikartilan bu desenler litografi makinalari araciligiyla silikon yongalara
aktarilir.

e Dordiincti adimda silikon yongalar tizerine aktarilan desenlere fiziksel devreler
olusturulur. Bu asama Depozisyon (CVD/PVD), Daglama (Etching), Iyon

Implantasyonu, CMP (Kimyasal Mekanik Polisaj) gibi ¢ok sayida farkli adimi
icermektedir. Tamamlanan yongalar ciplere boliintir ve calisip calismadig: test edilir.

e Besinci adimda cipler, 1s1, nem toz gibi etkilerden korunmasi igin paketlenir ve
performans testlerine tabi tutulur.

e Altinaa ve yedinci asamalarda cipler, entegre edilecegi cihazlarin {ireticilerine
gonderilerek kullanilacagi cihazla yazilimsal ve donanimsal entegrasyonu yapilir.

Tablo 1: Yar iletken Ekosistemi ve Uretim Asamalarina Gore Pazar Paylari

N Y- g Cin
Uretim Asama Aciklama Kat}n a Sirketler Ulke giisfal Pazar
Asamalar1 Deger Pazar 0
o, | Pay1%
Pay1%

Silikon Wacker (Almanya), Hemlock

Hammadde . L (ABD), Tokuyama (Japonya), Dow | ABD,

.. kristallerinin ’ A
Temini ve . . o Chemical (ABD), Shin- Almanya,
1 . elde edilmesi | Diisiik 60 25

Silikon Yonga Etsu(Japonya), SUMCO (Japonya), |Japonya,

. ve yonga . :

Uretimi .. Huzhou Eternal Crystal(Cin), Cin
tiretimi o ] e

Zhejiang Jinrui (Cin)
Sﬁ’n sricinin ARM (ingiltere), Intel (ABD),
tasarlanmast NVIDIA (ABD), AMD (ABD),
’ Cadence (ABD), Synopsys (ABD), .
. EDA N L1 . . ABD, Cin,
2 Cip Tasarimi Yiiksek | HiSilicon (Cin), Unigroup L 70 20
yazilimlari ve . . . Ingiltere
Spreadtrum (Cin), Alibaba (Cin),
tasarim . .
e Cambricon (Cin), Huada Empyrean

IP’lerinin (Cin)
lisanslanmasi
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Litografi Devre .
; . desenlerinin ASML (Hollanda), SMEE (Cin), Hollanda,
Makineleri ve En - .
imalat yongalara Yiiksek Nikon (Japonya), Canon (Japonya), | Cin, 90 5
Teknolojileri aktarilmasi CETC (Cin), NAURA (Cin) Japonya
(EUV vb.)
Intel (ABD), Texas Instruments
Devrelerin (ABD), Global Foundries (ABD),
yongalara Applied Materials (ABD), Tokyo ABD
) yazilmasi ve Electron (Japonya), TSMC Ja 01,1 a
Cip Uretimi Termal islem, Yiiksek (Tayvan), Samsung (Giiney Kore), Tf va}; ’ 60 15
(Fabrikasyon) | PVD, CMP SK Hynix (Giiney Kore), SMIC Gu?;e ’
gibi diger (Cin), AMEC (Cin), Hua Hong Kore yCin
stirecler (3 Semiconductor (Cin), YMTC (Cin), !
nm,5 nm vb.) Chang Xin Memory Technologies
(CXMT) (Cin), Fyjian Jinhua (Cin)
ey Amkor Technology (ABD), Intel
Ciplerin .
Paketleme ve | Korunmasi ve . (ABD), ASE GrouP (Tayvan), PTI ABD, Cin,
Test perfodnans Disuik (T'ayvan), ]CET (Clr}), Tongfu . T.ayvan, 45 35
testleri Microelectronics (Cin), STATS Chip | Singapur
PAC (Cin/Singapur)
Ciplerin
Yazihm ve cihazlara Microsoft (ABD), Apple (ABD),
e entegrasyonu | Orta Google (ABD), Xiaomi (Cin), ABD, Cin 55 30
icin yazilim Huawei (Cin), Baidu (Cin)
gelistirme
Ciplerin nihai
Elektronik urtinlerde Apple (ABD), Qualcomm (ABD),
Cihazlarda (akallr telefon, | Orta Tesla (ABD), Huawei (Cin), Xiaomi | ABD, Cin 60 25
Kullanim otomobil vb.) (Cin), BYD (Cin), NIO (Cin)
kullanimi

Kaynak: Tablo yazar tarafindan olusturulmustur. Pazar pay1 rakamlar: yaklasik degerleri ifade etmektedir.

Yari iletken tedarik zinciri, yukarida belirtilen yedi ana asamaya gore uzmanliklarin
olustugu ve her bir asamadaki islemlerin kitalararasi bircok tilkeye yayildigi, karmasik ve
birbirine bagimli bir yapiya sahiptir. Ornegin, gelismis bir ¢ipin nihai tiretim siireci, ABD’de
tasarlanmasiyla baslar; Japonya ve Almanya’dan saglanan kimyasallar ile Hollanda'dan
temin edilen litografi ekipmanlarinin kullanilmasiyla devam eder; Tayvan’da tiretilir ve son
olarak Cin’de monte edilip paketlenir (Lee, 2021:5). Bu kiiresel yap: icerisinde, tek bir
tilkenin gelismis cipler (14 nm alt1) icin tiim asamalari tek basina tamamlamasi miimkiin
degildir. Bu durum, diger tlkeler acisindan bagimlilik iliskileri yaratmakta ve stratejik
zayifliklar dogurmaktadir.

Bunun yaninda ekosistemin her bir asamasi farkli zorluk seviyelerine dolayisiyla
yiiksek veya diistik katama degere sahiptir. Silikon yonga tiretimi ve paketleme gibi
asamalar nispeten diisiik katma degerli iken, imalat teknolojileri ekosistem igerisindeki en
yiiksek zorluga sahip asamayi olusturmaktadir. 2021 itibariyle 7nm ve alt1 seviyedeki
¢iplerin imalatinda Hollandalt ASML firmasi tekel konumundadir (Fuller, 2021: 8). Benzer
sekilde ¢ip tasarimi ve ¢ip tiretimi asamalar: da yiiksek zorluga sahip asamalardir. Yiiksek
katma degerli asamalar uzun yillara dayanan bilgi birikimi, patent ve uzmanlik
gerektirdiginden, bu asamalarda yeni aktorlerin yer bulmasi da zorlasmaktadir.

Yar1 iletken ekosisteminde pazarin ¢ok biiytik bir boliimii birkag tilkenin elindedir.
Bu {ilkelerin farkli alanlarda giiclii yonleri vardir. Ornegin, merkezi Cin, Japonya, Tayvan
ve Giliney Kore’de bulunan sirketler malzemeler konusunda liderdir; merkezi ABD’de
bulunan sirketler tasarim, temel IP ve EDA’da liderdir; ABD, AB ve Japonya birlikte
ekipman konusunda liderdir; merkezi Giiney Kore ve Tayvan’da bulunan sirketler gelismis
¢ip tiretimi (14 nm altindaki gipler) konusunda diinya lideridir; paketleme ve test stiregleri
ise Cin ve Tayvan'da yogunlasmistir. Tedarik zincirinin biitiintine bakildiginda 2022
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itibariyle ABD %38’lik pazar pay1 ile lider iken, onu %12’li pay ile Japonya ve Giiney Kore,
%11’1ik paylar1 ile Cin, AB ve Tayvan takip etmektedir (Varadarajan vd., 2024: 10). Bununla
beraber yari iletken tiretim kapasitesinin gelistirilmesi konusunda Cin 6ne ¢cikmaktadir. Bu
anlamda onemli bir gosterge olan yar iletken ekipmanlar1 tedarikinde Cin, diinyadaki
toplam alimin %42’sini tek basina yapmaktadir (Semi, 2024).

Yar1 iletkenlerdeki ABD-Cin rekabeti baglaminda sektortin  durumu
degerlendirildiginde, yar1 iletken ekosisteminin tretim ve satislarda hizla buyudtgi
gozlemlenmektedir. Ozellikle yart iletken iretimi alaninda, Cin 1990’larin baslarinda sahip
oldugu %1’lik pazar payin1 kayda deger bir sekilde artirarak %15 seviyesine ytikseltmistir
(Allison vd., 2021: 22). Bununla birlikte, Cin’in silikon yonga tiretimi, cip tasarimmi ve
gelismis cipler gibi kritik alanlardaki durumu go6z 6niine alindiginda, yari iletken tiretim
zincirinin genelinden elde ettigi payin halen sirli oldugu gortilmektedir. Bu tiretim
siirlamalarma karsin, Cin kiiresel yar1 iletken talebinin %25ini olusturarak diinyanin en
biiytik tiiketicilerinden biri konumundadir (Varas vd., 2021:2). Bununla birlikte, 6zellikle
gelismis cip tiretiminde kiiresel tedarik zincirine bagimhi durumdadir. Cin'in en ytiksek
bagimlilik gosterdigi asamalar ise katma degerin en yiiksek oldugu cip tasarimi, imalat
teknolojileri ve cip tiretimi siirecleridir.

ABD acisindan degerlendirildiginde ise, ABD yar1 iletken sektoriindeki giiclii
konumunu korumaya devam etmektedir. ABD hammadde ve tiretim asamalari igin diger
tilkelere ciddi olarak bagimli olsa da ArGe, lisanslama, yazilim ve tasarim gibi katma
degerin yiiksek oldugu alanlarda kiiresel 6lcekte liderligini korumaktadir. Bunun yaninda
Apple, Google, Tesla, Qualcom, NVDIA gibi ABD’li sirketler, ¢ipin tiretilmesinden nihai
olarak cihazlarda kullaniminda gerekli olan teknolojilere kadar varan asamalarda kiiresel
lider sirketlerdir. ABD'nin ekosistem icerisindeki diger bir avantaji tedarik zincirindeki tiim
onemli iilkelerle kurdugu ittifaklar ve bu {tilkelerdeki yar1 iletken politikalarini etkileme ve
yonlendirme kapasitesidir. Her ne kadar ikinci Trump doéneminde bu {ilkelerle olan
iliskilerde sorunlar yasansa da mevcut ittifak diizeninin bozulacagma iliskin bir gelisme
halihazirda bulunmamaktadir. Dolayisiyla ABD ile birlikte Avrupa ve Asya’daki
miittefikleri, ekosistem icerisindeki genis tedarik¢i aginm1 ve mevcut kurulu Amerikan
teknoloji tabanin toplu olarak Cin’e karsi bir silah olarak kullanma kapasitesine sahiptirler
(Capri, 2020: 22).

Yari iletken sektortindeki bu durum, son yillarda giderek artan bir sekilde kiiresel
glic miicadelesinin konu basliklarindan biri haline gelmistir. Bir yandan yar1 iletken
sektoriiniin sivil ve askeri teknolojilerdeki kritik rolii, diger yandan yar: iletken tedarik
zincirinin karmasik yapisi ve iilkeler arasi olusturdugu bagimliliklar, son olarak bu sektoérde
kendi kendine yeterliligin gelistirilmesinin diger teknolojilere kiyasla daha zor olusu, yar1
iletkenleri ABD - Cin rekabetinin belki de en yogun catisma alanlarindan biri haline
doniistiirmiistiir

2. Yar1 Iletken Ekosisteminin Giivenliklestirilmesi

Bu calismada, ABD ve Cin’in yari iletken sektoriindeki rekabeti, Kopenhag Okulu
tarafindan gelistirilen Giivenliklestirme teorisi cercevesinde incelenmektedir. Her iki devlet
de, genel anlamda teknoloji, 6zelde ise yar1 iletken teknolojilerini bir ulusal giivenlik
meselesi olarak ele almakta ve bu baglamda devlet-6zel sektor ayrimi gozetmeksizin bu
alan1 gtivenliklestirmeye yonelik politikalar gelistirmektedir. Ancak, iki devletin
gtvenliklestirme stratejilerini analiz etmeden ¢nce, Giivenliklestirme teorisinin temel
kavramlarina, isleyis mekanizmalarini ele almak gerekmektedir.
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Gtivenliklestirme teorisi, Kopenhag Okulu tarafindan 1990'l1 yillarda gelistirilen ve
gtvenlik calismalarinin sinirlarmi genisleten bir yaklasimdir. Bu teori gtivenligin sadece
askeri konularla sinirli olmadiginy; siyasi, toplumsal, ekonomik ve cevresel gibi alanlarin da
gtivenligin konusu haline gelebilecegini 6ne stirmektedir (Buzan, Weever ve Wilde, 1998: 7).
Gtuvenliklestirme, objektif kriterlere dayali bir siirecten ziyade, aktorlerin siibjektif gortisleri
dogrultusunda bir konunun giivenlik meselesi olarak tantmlanmasiyla gerceklesir (Balzacq,
2005: 179). Bu stirecte, bir iilkede siyasiler ve biirokratik aktorler, belirli bir konuyu
varolussal bir tehdit olarak tanimlayarak, bu tehditle basa ¢ikmak icin olagan dis1 6nlemler
alinmasi gerektigine karar verir. Daha sonra, bu tehdidin varlig1 ve 6nemi, séylem yoluyla
topluma aktarilir ve bir ikna stireci ytirttuliir. Bu soylemsel stireg, konuyla ilgili olagantistii
onlemlerin toplumsal mesruiyet kazanmasmi saglar ve boylece giivenliklestirme
tamamlanir (Buzan, Weever ve Wilde, 1998: 24).

Gtivenliklestirmenin {i¢ temel aktorti bulunmaktadir. Birincisi olan referans nesnesi
tehdit altinda oldugu iddia edilen veya korunmas: gereken nesnedir. Genellikle bu ulusun
tamami ya da devlet olarak ifade edillir (Buzan, Weever ve Wilde, 1998: 36). Ikincisi
glivenliklestirici aktordiir; yani referans nesnesinin tehdit altinda oldugunu ilan eden ve bu
tehdidin ortadan kaldirilmas: icin olagan disi eylemlere basvuran resmi otoritedir.
Genellikle bunlar siyasiler ve devlet biirokrasisi olmaktadir (Buzan, Weever ve Wilde, 1998:
40). Ugtinciisti ise islevsel aktdrlerdir. Islevsel aktorler, “giivenliklestirici aktoriin” tehdide
kars: aldig1 olaganiistii kararlardan etkilenen ya da bu kararlari etkileyen kisi veya
kuruluslardir (Buzan, Weaever ve Wilde, 1998: 36).

ABD-Cin arasindaki yari iletken rekabetinde, referans nesnesi dogrudan devletin veya
ulusun kendisi olarak ¢ne ¢ikmaktadir. Her iki devlet de kiiresel 6lgekte teknoloji liderligini
korumay1 veya bu liderlige ulasmayu stratejik bir hedef olarak benimsemektedir (Jinping,
2022: 20; The White House, 2020: 2, 2023: 23). Bu rekabetin altinda yatan temel motivasyon,
teknolojiyi bir ulusal giivenlik meselesi olarak ele almalaridir. ABD'nin Ulusal Giuivenlik
Strateji Belgesi'nde, teknolojinin jeopolitik rekabetin ve ulusal giivenligin merkezinde yer
aldig acikca ifade edilmektedir (The White House, 2022a: 32). Cin agisindan ise Devlet
Baskani Jinping, teknolojinin baskalar:1 tarafindan kontrol edilmesini “en biiyiik gizli
tehlike” olarak tanimlayarak bu konunun 6nemini vurgulamaktadir (Lewis, 2019: 1).

Bu baglamda, her iki devlet de yar1 iletken sektoriinii ulusal giivenlik meselesi olarak
ele almakta ve bu sektorii siradan bir ekonomik gelisim alani olarak degerlendirmek yerine,
olagan dis1 bir sekilde desteklemeye ve korumaya yonelik politikalar gelistirmektedir. ABD,
yari iletken sektortinii Kritik ve Gelismekte Olan Teknolojiler Ulusal Strateji Belgesi'nde
oncelikli bir alan olarak belirlemistir (The White House, 2020). Cin’in son teknoloji ¢iplerine
erisimi veya daha dogrusu bunlar1 askeri yeteneklerini giiclendirmek i¢in kullanimi, ABD
ve miittefikleri icin btiytik bir tehdit olarak sunulmustur (Yang, 2024: 967). Cin ise yar1
iletken sektoriinti ithalata bagimlilig1 azaltma ve kendi kendine yeterliligi artirma hedefleri
dogrultusunda ele alarak bu alanda cesitli stratejiler ve politikalar gelistirmektedir (Lee ve
Kleinhans, 2021: 12). Bu stratejik yaklasimlar, yar1 iletken sektortinin her iki devlet
acisindan ekonomik ve jeopolitik rekabetin otesinde bir gitivenlik meselesi olarak
goruldtigtinii ortaya koymaktadir.

Yari iletken rekabeti icerisinde giivenliklestirici aktor yari iletkenleri ulusal gitivenlik
meselesi olarak tanimlayan ve bu gercevede kanun, kararname, yonetmelik ¢ikaran; tesvik,
yasak, kontrol ve kisitlama kararlar1 alan hiikiimet ve devletteki ilgili kurum ve
kuruluslardir. Islevsel Aktorler ise ASML, Tokuyama, SUMKO, Intel, NVIDIA, SIMIC,
HiSilicon, TSMC gibi sirketler, Diinya Ticaret Orgiitii (DTO)gibi uluslararast kuruluglardir.
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Zira ABD’li ve Cinli yar iletken sektorii sirketleri, iki devletin bu alandaki aldig:
kararlardan dogrudan etkilenmektedir. Bir taraftan sektorii desteklemek adina olusturulan
tesvik mekanizmalarindan yararlandiklar: gibi, karislikli yapilan engel ve kisitlamalardan
da olumsuz etkilenmektedirler. Ayrica TMSC, ASML gibi ti¢lincti tilkelerdeki sirketler de
birgok acidan bu rekabetten etkilenmektedirler. Son olarak DTO gibi uluslararas
kuruluslar, serbest ticarete aykir1 oldugu iddiasiyla bu alanda kendilerine iletilen sikadyetleri
degerlendirme konumunda olan bir kurulus olarak, rekabet igerisinde bir aktor
konumundadir.

Gtivenliklestirme stireci igerisinde iki devlet, grivenliklestirici aktorler tarafindan
referans nesnesinin tehdit altinda oldugunu soylem yoluyla ilan ederek bu alanda olagantistii
tedbirlerin alinmasini mesrulastirmay: hedeflemistir. Bu cercevede Cin, yukarida
belirtildigi gibi, teknolojik bagimhilig1 en biiytik gizli tehlike olarak tanimlamistir. Benzer
sekilde Bilimler Akademisinde yaptigt konusmada Jinping, teknolojik inovasyonun
uluslararas: rekabette “ana savas alam” (main battlefield) haline geldigini ifade etmistir
(Jinping, 2021). Ayrica Jinping farkli donemler ve ¢ok sayida resmi etkinlikte yaptig
konusmalarla ileri teknolojilerde Cin’in daha hizli bir gelisim gostermesinin bir zorunluluk
oldugunu ilan ederek tim kurumlar1 bu alanda daha fazla caba gostermeye tesvik
etmektedir.

Ornegin Cin'in gelecek stratejilerinin belirlendigi en 6nemli etkinlik olan 20. Ulusal
Kongrede yaptig1 konusmada Jinping, Cin'in ytiksek kaliteli gelisimi icin mevcut teknolojik
kapasitenin bir “darbogaz” (bottleneck) olusturdugunu vurgulamis, teknolojik gelisimin
“temel ve stratejik bir dayanak”, “birincil tretim giici” oldugunu ilan ederek, bu alanda
“kendi kendine yeterliligin” saglanmasini bir zorunluluk olarak ilan etmistir (Jinping,
2022:12-28). Bununla birlikte, Cinli gtivenliklestirici aktorler soylemlerinde ABD'’yi
dogrudan bir tehdit olarak tanimlamaktan kacinmis; bunun yerine, yabanci teknolojilere
olan bagimliligi ulusal gtivenlik icin bir tehdit olarak nitelendirerek, kendi kendine
yeterlilik hedefleri dogrultusunda kapsamli tesvik mekanizmalarini devreye sokmuslardir.

ABD acisindan, giivenliklestirme siirecinin sdylem yoluyla insast ¢ok daha
belirgindir. Ozellikle Baskan Trump’in ilk déneminden itibaren, Cin dogrudan bir tehdit
olarak tanimlanmaya baslanmistir. ABD’li gtivenliklestirici aktorler (yasama-yiirtitme
organlar1 ve biirokrasi), Cin’in genel olarak teknolojide, 6zelde ise yar1 iletken alamindaki
gelisimini ve Batili teknolojilere erisimini ulusal gtivenlik icin bir tehdit olarak kamuoyuna
sunmuslardir. Bu baglamda, hem resmi hem de gayri resmi konusma ve belgelerde, Cin’e
kars1 alinan “olagantistii” onlemler, soylem yoluyla mesrulastirilmaya calisilmistir. Bu
durum ABD’'nin  yerel Kkapasitesini artirmaya yonelik politikalarinda  bile
gozlemlenmektedir. ilerleyen boliimlerde bu yaklasima yonelik sdylemler detayli bir
sekilde orneklendirilecektir.

3. Cin’in Giivenliklestirme Stratejisi: Teknolojik Bagimsizlik Miicadelesi

Cin’in 1978 yilinda Deng Xiaoping liderliginde baslayan reform ve disa acilim
politikalari, 1990'l1 yillara gelindiginde, tilkenin imalat sanayisinin olaganiistii bir hizla
biiytimesine olanak saglamis ve Cin’i kiiresel Olcekte bir fason tiretim merkezi haline
getirmistir. 2000’li yillara gelindiginde Cin yonetimi tilkenin katma degeri diistik
tretimden, katma degeri ytiksek tiretime gegcmesine yonelik yeni stratejik adimlar atmaya
baslamistir. Bu kapsamda tilkenin ileri teknolojilerde yerel inovasyon kapasitesinin
artirilmasi igin stratejik planlar devreye alinmistir. Dokuzuncu 5 yillik plan (1996-2000) ile
baslayan bu stireg, Onuncu 5 yillik plan (2001-2005) ile devam etmis, 6zellikle entegre devre
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ve yazilim teknolojisinde inovasyon kapasitelerinin gelistirilmesine odaklanilmistir (Xiwei
ve Xiangdong, 2007: 321). 2006 yilinda ilan edilen “Orta ve Uzun Vadeli Bilim ve Teknoloji
Gelistirme Plam” (2006-2020) ile “inovasyon odakli bir tilke” haline getirme hedefi
konularak yerli inovasyon kapasitesinin gti¢clendirilerek disa bagimliligin azaltilmasina
yonelik politikalar gelistirilmistir.

Cin, 2000'1i yillardan itibaren yari iletken endiistrisi gibi kritik teknolojilerde disa
bagimlilig1 azaltarak kendi kendine yeterliligi saglama hedefi dogrultusunda uzun vadeli
stratejiler gelistirmistir. Bu gercevede, 2009 yilindan itibaren yari iletken endiistrisine
yonelik politikalar uygulamaya konulmustur. 2009 yilinda baslatilan 02 Ozel Projesi (02
Special Project) kapsaminda, isletmelere ve arastirma kurumlarma fonlar tahsis edilerek
yar1 iletken tedarik zincirinin cesitli asamalarinda “Cin’in ithalata olan bagimliligim
kirmak” hedeflenmistir (Lee ve Kleinhans, 2021: 12). Bu politikalar1 daha da ileriye tasiyan
bir adim olarak, 2014 yilinda Ulusal Entegre Devre Endiistrisi Gelistirme Plan1 yaymlanmis
ve bu plan dogrultusunda “Buytik Fon” adi verilen bir finansman mekanizmasi
olusturulmustur (Tao, 2018). Cesitli kamu iktisadi tesebbiislerinin (KIT) pay sahibi oldugu
bu fon kapsaminda ilk etapta 21,8 milyar dolar degerinde kaynak saglanmistir. 2015 yilinda
ilan edilen “Cin Mali 2025” (Made in China 2025) planinda yar1 iletken sektoriinde 2020'ye
kadar %40, 2025’e kadar %70’lik bir kendi kendine yeterliligi hedeflenmistir (Lee ve
Kleinhans, 2021: 15). Biiyitk Fonun 2019 ve 2024 yillarinda ikinci ve tictincii asamalar1
devreye aliarak sirastyla 30 ve 47,5 milyar dolar daha yar: iletken sektoriine ilave kaynak
tahsis edilmistir (Pan ve Xinmei, 2024).

2020 yilinda Devlet Konseyi tarafindan kapsamli bir politika seti hazirlanmustir.
Sirasiyla 2000 ve 2011 yilinda ilan edilen destek politikalarinin devamai niteliginde oldugu
belirtilen belgede yerel yar: iletken kapasitesinin artirilmasi icin farkli konu basliklar:
altinda kapsamli destekler sunulmustur (The State Council of PRC, 2020). ilgili belgede,
sirketlere vergi indirimleri ve yatirim destekleri saglanmasinin yaru sira, yiiksek uclu cipler
ve entegre devre ekipmanlar: gibi kritik alanlarda spesifik Ar-Ge tesvikleri sunulmustur.
Ayrica dis ticaretin kolaylastirilmasi, nitelikli is giictintin gelistirilmesi ve fikri miilkiyetin
korunmasi gibi ¢ok cesitli ve kapsamli destekler de bu politika setinin 6nemli unsurlar:
arasinda yer almaktadir. 2021 yilinda ilan edilen 14. Kalkinma planinda ise yari iletkenler
kritik yedi teknolojiden biri olarak ele alinmis ve silikon yerine silisyum karbiir gibi
malzemelerden yari iletken gelistirilmesi gibi mevcut teknolojilerin 6tesinde gecen hedefler
belirlenmistir (National People’s Congress of China, 2021: 14).

Cin, yukaridaki birkag ornekte belirtildigi tizere, cok sayida irili ufakli plan ve proje
ile yar1 iletken sektoriinti destekleyerek Batil iilkelere karst bagimliligini azaltmak ve kendi
kendine yeterliligini artirmaya calismaktadir. ABD tarafindan uygulanan engellemelere
ragmen bu alanda 6nemli gelismeler kat edilmektedir. Bu gelismeler arasinda en dikkat
cekici olanlardan biri, 1 nm btiytikltigtinde, acik kaynakl islemci mimarisi olan RISC-V ile
tasarlanmais, 5900 transistor iceren iki boyutlu bir mikro ¢ipin gelistirilmesidir (Tong, 2025a).
Bu ¢ip, 1 nm boyutunda {iretilen dtinyadaki ilk cip olarak tarihe ge¢mistir. Daha da
onemlisi, bu c¢ipin tretimi i¢in genellikle zorunlu goriilen gelismis EUV litografi
makinelerine ihtiya¢ duyulmamasi, bu teknolojiyi kiiresel ¢ip endtiistrisinde ¢igir acici bir
yenilik haline getirmistir.

Baska bir gelisme, Cin’de bulunan Harbin Teknoloji Enstittisti'nden bir arastirma
ekibi, litografi makinalarinda bulunan EUV lazer 15181 tiretiminde Bati yontemlerinden
farkli bir teknoloji gelistirmistir (Tong, 2025b). Bir digeri Cin'in 6nde gelen cip
tireticilerinden YMTC, ABD yaptirimlarina ragmen Hibrit baglama teknolojisinde sektor
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liderligine ytikselerek Samsung ve SK Hynix gibi kiiresel rakiplerini geride birakmuistir (Pan,
2025). Benzer gelismeler yar1 iletkenlerin hammaddesi silikonun yerine farkli malzemeler
kullanilarak da gerceklestirilmistir. Buna 6rnek olarak Cinli bilim insanlari, silikon yerine
2D malzemeler kullanarak diinyanin en hizli ve en verimli transistoriinti gelistirdiklerini
duyurmustur. Buna gore calisma ekibi, kendi gelistirdikleri bismut bazli transistorlerin Intel
ve TSMC’nin 3 nanometre silikon ciplerinden %40 daha hizli calistigini ve %10 daha az
enerji tlikettigini belirtmistir (Tong, 2025c). Baska bir ornek ise yapay zeka ciplerinde
yasanmistir. Buna gore Cinli bilim insanlari, yapay zeka gorevlerini gerceklestirebilen
diinyanin ilk karbon tabanli mikrogipini gelistirmistir (Tong, 2025d).

Devletin yogun destegine ve elde edilen bazi basarilara ragmen Cin, belirlenen
hedefleri gerceklestirmekte zorlanmaktadir (Weinstein, 2022: 5). Cin Egitim Bakanlig:
tarafindan hazirlanan yazi dizisi Cin'in yurti¢inde yeterli kalite veya miktarda tiretemedigi
35 farkli “bogucu” (Stranglehold) teknolojiyi tespit etmistir (PRC Ministry of Education,
2018). Bu 35 kritik teknolojinin altis1 dogrudan yari iletken tedarik zincirinin bilesenleri veya
nihai trtinleri arasindadir. 2024 itibariyla Cin’in yar1 iletken ekipmaninda kendine yeterlilik
oraninin  %13,6'ya yiikselmekle birlikte halen 2025 hedeflerinin oldukga gerisindedir
(TrendForce, 2025). Nitekim Devlet Baskani Jinping 2020 yilinda yaptigi1 konusmada,
yabanlarin kontrol ettigi teknolojilere olan bagimmliligin Cin'in gidermesi gereken dort
sorundan birisi olarak gostermistir (Jinping, 2020).

Cin'in hedeflerine ulasamamasindaki belki de en o©nemli sebep ABD’nin
yaptirimlaridir. ABD, yari iletken tedarik zincirinde hem Cin’in bagimliliginin en yiiksek
oldugu hem de zorluk seviyesi en yiiksek olan alanlarda kapsamli yaptirimlar
uygulamaktadir (Pan, 2024). Ozellikle yaptirimlar, 5nm alti ¢ip tiretimi icin gerekli olan
tiretim ekipmanlarmi ve EDA gibi yazilimlara erisimi kapsamaktadir. Bu yaptirimlara
karsilik olarak Cin de tipki ABD’nin yaptig1 gibi, yari iletken tedarik zincirinde en giiclu
oldugu alan olan nadir elementlerin ABD’ye ihracatina kisitlamalar getirmistir. Cin,
diinyadaki nadir toprak malzemelerinin %54’tinti ¢ikarmakta ve %77’sini rafine etmekte
olup ABD’nin bu alandaki talebinin %80"ini karsilamaktadir (Hamdani ve Belfencha, 2024:
10). Bu kapsamda Cin galyum, germanyum, antimon gibi ¢ip disinda farkh alanlarda da
kullanilan nadir elementlerin ABD’ye satismni yasaklamustir (Bloomberght, 2024). Buna
ilaveten ABD'nin Cinli yar1 iletken sirketlerine yaptirimlarina bir misilleme olarak ABD’li
cip tireticisi Micron, Intel ve AMD'ye ait ciplerinin kullanimini yasaklamis ve NVIDIAya
tekel karsit1 bir sorusturma baslatmistir (Mo ve Goh, 2024; Reuters, 2024; Yang, 2024: 965).

4. ABD’nin Giivenliklestirme Stratejisi: Teknolojik Hegemonyanin Korunmasi

Cin'in Batilin teknolojilere olan bagimliligini kendisi agisindan “en biiyiik gizli
tehlike” olarak gorerek bu alanda kendi kendine yeterliligi saglamaya ve cigir acan
teknolojilerde kiiresel liderlige ulasmay1 hedeflemektedir. Dolayisiyla Cin’in bu alandaki
stratejisini ytikselen bir giic olarak giictinti artirmaya yonelik hamleler olarak yorumlamak
miimkiindiir. Bunu karsilik ABD ise {i¢ ayakl: bir strateji uygulamaktadir: Stratejinin birinci
ayagl mevcut kiiresel lider olarak liderliginin devam edebilmesi icin yar1 iletken
endiistrisine gerekli olan destegi saglamak tizerinedir. Stratejinin ikinci ayag), ytikselen giic
olan Cin’in bu alandaki gelisimini durdurmak ya da yavaslatmaya yonelik eylemleri
icermektedir. Ugiinciisii ise tedarik zincirinde yer alan diger iilkeleri iilkesine gekerek
ABD'nin bu alandaki pozisyonunu giiclendirme ve bu tilkelere Cin’e yaptirimlar
uygulamaya tesvik etme veya zorlama biciminde sekillenmektedir.
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Yar1 iletken tedarik zincirinde ABD halen gti¢lii konumunu korumakta ve Applied
Materials ve Lam Research gibi sirketileri araciligiyla tedarik zincirinin kilit noktalarim
kontrol etmektedir; yar: iletken tiretim ekipmanlarinda %55 (Cin'de %2) ve elektronik
tasarim otomasyon yazilimlarinda %85 pazar payina sahiptir (Allison vd., 2021: 23). ABD
yar1 iletken endiistrisi kiiresel pazar payinda diinya lideridir ve yar1 iletkenler ABD'nin en
onemli ihracat tirtinlerinden biridir (Semiconductor Industry Association, 2025b). Bunun
yaninda ABD firmalari tedarik zincirinin en kritik asamalar1 olan ¢ip tasarim yazilimi ve ¢gip
tretim ekipmanlarinda kiiresel pazarlarda gtiglii bir pozisyona sahiptir (Kim ve Rho, 2024:
442)

ABD'nin tarihsel olarak pazardaki lider pozisyonuna ragmen, son yillarda cip
tiretimindeki ABD'nin pay1 giderek azalmaktadir. Buna gore 1990 yilinda diinyadaki yar:
iletken ciplerin %37’sini tiretirken, bu rakam 2000 yilinda %19’a, 2010 yilinda ise %13’e
dusmistiir (Hamdani ve Belfencha, 2024: 4). Bu durum Biden Yo6netimi tarafindan ¢ikarilan
bir raporda dile getirilerek tasarim ve ekipman {tiretiminde lider olan ABD sirketlerinin,
tiretim ve diger alanlarda ozellikle Asya tilkelerine bagimli oldugu bu durumun, ABD
acisindan bir gtivenlik riski olusturdugu belirtilmektedir (The White House, 2021: 22). Bu
kapsamda Biden donemi ABD Ulusal Giivenlik Danmismani Jake Sullivan, bilim ve
teknolojideki ilerlemenin sadece yerel bir mesele olmaktan ¢ikarak bir ulusal gitivenlik
konusu haline de geldigini; ABD icin teknolojik gelismelerde stirekli bir adim 6nde olma
stratejisinin artik yeterli olmadigini, bunun yerine ‘miimkiin oldugunca biiytik bir liderligi
sturdiirmesi” gerektigini belirtmektedir (The White House, 2022b).

4.1. Yerli Uretimi Destekleme

ABD, yar iletken imalatindaki kiiresel olcekte azalan payinu tersine cevirmek
amaciyla kapsamli politikalar gelistirmis ve bu politikalar1 ulusal giivenlik semsiyesi
altinda gerekgelendirmistir. Ozellikle son yillarda, yari iletken endiistrisinin stratejik
onemini vurgulayan ABD, bu sektorti yalmzca ekonomik bir alan olarak degil, aym
zamanda ulusal giivenlik acisindan hayati bir mesele olarak ele almaktadir.

Bu kapsamda devreye aldig1 politikalarin basinda CHIPS yasas: gelmektedir.
Yasanmn temel amaci, “yurtici yar1 iletken tiretimini tesvik etmek ve ulusal gtivenligi
gliclendirmek” olarak tanimlanmustir (CHIPS Act of 2022, 2022: 1). Yasa ile beraber 2032
yilina kadar ABD’nin kiiresel ileri teknoloji cip tiretiminde %35’luk bir paya sahip olmasi
hedeflenmektedir (The White House, 2024a). Yasa, yurtici yar1 iletken {iretimini tesvik
etmek amaciyla gesitli alanlarda kullanilmak tizere toplam 54,2 milyar dolar fon tahsis
etmektedir. Bu kapsamda tiretim tesislerinin insas1 veya gelistirilmesi, AR-GE girisimleri,
sektorde calisacak nitelikli is giicti yetistirilmesi gibi konu basliklar1 yer almaktadir. Ayrica
yasa tesvikten yararlanan sirketlerin ulusal gtivenlik endisesi yaratan tilkelerde gelismis
yar1 iletken tiretim tesisleri kurmalar1 yasaklanmistir (CHIPS Act of 2022, 2022: 4). Yasanin
sagladig tesvikler kapsaminda Agustos 2024 itibariyle toplamda 395 milyar dolardan fazla
yatirim ve 115.000’den fazla is yaratildig: belirtilmektedir (The White House, 2024a). CHIPS
yasast ikinci kez baskanlik koltuguna oturan Trump tarafindan iptal edildigi ilan edilse de,
bunun sadece yatirim yapacak sirketlerle daha iyi anlasmalar saglanmasi1 yontinde bir
revizyon getirecegi, dolayisiyla yasanin genel hatlarinin korunacag: anlasilmaktadir (The
Guardian, 2025).

Yerli {dretimi destekleme kapsamindaki ABD’nin stratejisi oncelikle yerel
sirketlerinin yurticinde biiytimelerini tesvik etmektedir. Bu cercevede destekler 6zellikle
ABD'nin yar1 iletken tedarik zincirinde nispeten zay1if oldugu fabrikasyon ve paketleme (4.
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ve 5. Asama) asamalarinda yogunlasmaktadir. Bu kapsamda ABD merkezli yar1 iletken
paketleme ve test (5. Asama) sirketi olan Amkor Teknoloji Arizona’da kuracag: 2 milyar
dolarlik yar1 iletken paketleme tesisi yatirimi kapsaminda Biden Yonetimi tarafindan 400
milyon dolarlik hibe ve 200 milyon dolarlik kredi ile desteklenmistir (U.S. Department of
Commerce, 2024a). Benzer sekilde diinyanin 6nde gelen ¢ip tireticilerinden ABD sirketi Intel
de CHIPS yasast kapsaminda Arizona, New Mexico, Ohio ve Oregon’daki tesislerini
genisletmek icin toplam 8,5 milyar dolarlik hibe ile desteklenmistir (U.S. Department of
Commerce, 2024b). Tesvik kapsaminda 5 yil icinde Intel’in ABD’de yapacag: yatirimlarin
toplam degerinin 100 milyar dolara ulasmasi hedeflenmektedir. Benzer sekilde Global
Foundries, Mikron Technology gibi sirketlerin yatirimlari kapsaminda onemli destekler
aciklanmustir.

4.2. Cin’e Yaptirimlar

Genel olarak teknoloji, 6zelde ise yari iletken sektorii, ABD yonetimleri tarafindan
ulusal gtivenlik baglaminda stratejik bir oncelik olarak ele alinmaktadir. Basta Cin olmak
tizere, ABD teknolojilerinin yabancilar tarafindan kullamilmasi veya yabancit menseili
teknolojilerin ABD icerisinde kullanimi, ulusal giivenlik agisindan bir tehdit olarak
degerlendirilmektedir. Bu baglamda, 6zellikle Cin menseili teknoloji ve ekipmanlarin ABD
icerisinde kullanimina yonelik siki 6nlemler alinmis ve bu durum, kiiresel serbest ticaret
kurallarina aykir: olacak sekilde olagantistii tedbirlerin devreye sokulmasina yol agmuistir.
ABD’nin bu yaklasiminin, giivenliklestirme teorisinin genel cergevesi ile uyum igerisinde
oldugu gorulmektedir.

ABD’nin teknoloji ve yar iletken sektorlerinde ulusal giivenlik gerekgesiyle aldig:
onlemler hem Baskan Trump hem de Baskan Biden donemlerinde acik bir sekilde ifade
edilmistir. Baskan Trump’in birinci doneminde yayimlanan 13873 no lu Baskanhk
Kararnamesi, yabanci diismanlarin bilgi ve iletisim teknolojisi veya hizmetlerinde gtivenlik
aciklar1 yaratma ve bu agiklardan yararlanma becerisinin ABD’nin ulusal gtivenligi, dis
politikas1 ve ekonomisi icin olagandis: ve olaganiistii bir tehdit olusturdugunu belirtmistir.
Kararnameye gore, bu tehdit, teknoloji veya hizmetlerin tek tek satin alinmasi veya
kullanilmas1 durumunda da mevcut olup, kritik ulusal gtivenlik tehditlerine kars: koruma
ihtiyaci ile dengelenmesi gerektigi ifade edilmistir (Trump, 2019). Benzer sekilde Baskan
Biden doneminde yari iletkenlere getirilen ihracat kisitlamalarinin “ulusal giivenlik endiseleri
olusturan ... (teknolojilerin) gelistirilmesini énlemek veya sinirlamak” oldugu belirtilerek Cin’in,
“ABD ve miittefiklerinin askeri yeteneklerini asma hedefini ilerletmek igin bu yari
iletkenleri kullanmay1 amacladig1” vurgulanmistir (Bureau of Industry and Security (BIS),
2023).

ABD, Cin'in yarn iletken sektoriindeki gelisimini yavaslatmak tizere tarife disi
onemler (olagandisi tedbirler) almaktadir. Bunlar arasinda 6ne c¢ikan onlem bicimleri
sunlardir: Yaptirimlar - Ihracat kontrolleri - Lisanslama gereklilikleri - Kisith varlik listeleri
- Engellenen satin alma ve yatirimlar (Capri, 2020: 9).

[hracat kontrolleri ABD menseili teknoloji, yazilim ve ekipmanlarin Cin’e satisini
tamamen yasaklamamakla birlikte bu islemlere yonelik kati sinirlamalar getirmektedir.
Thracat kisitlamalari ile ilgili en kapsamli kanun 7 Ekim 2022 tarihinde yayinlanmustir (BIS,
2022). Kanunun amaci soyle izah edilmistir: “Cin’in gelismis bilgi islem ¢ipleri elde etme veya
ABD ulusal giivenligi ve dis politika ¢ikarlarina aykir kullanimlar: igin, ... ithracat yonetmeliklerine
tabi kalemler ve ABD wvatandas: olan kigilerin faaliyetleri iizerinde kontroller uygulamay:
amaclamaktadir”. Kanunda Cin’e karsi 6ne ¢ikan kisitlamalar sunlardar:
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e lleri diizey cipler (16 nm ve alt1) igin ihracat kontrolii

e Litografi makinalar1 gibi yar1 iletken ekipmanlarmnin ihracat1 icin lisans sart1

e (in’e ihrag edilecek yar1 iletken teknolojisi ve bilesenlerine yonelik ihra¢ oncesi ek

kontrol

e ABD vatandaslarinin Cin’deki yar1 iletken endiistrisinde calisabilmesi igin lisans

gerekliligi.

ABD'nin yari iletken tedarik zincirinde Cin’e yonelik uyguladig: politikalar, stratejik
bir hassasiyetle Cin'in zayif ya da bagimh oldugu alanlarda yogunlasmaktadir. Bu
baglamda, 6zellikle ileri diizey cip tasariminda kritik 6neme sahip olan EDA yazilimlari,
ABD'nin ihracat kisitlamalar1 kapsaminda yer almistir. Bu alandaki kiiresel lider sirketler
olan Cadence, Synopsis ve Siemens EDA gibi ABD merkezli sirketlerin, bu yazilimlar: Cin’e
satist sinirlandirilmistir (Kim ve Rho, 2024: 443). Bununla beraber tiretim ekipmanlari olan
EUV litografi makinalarimin da satisit yasaklanmistir. [lave olarak 5nm ve alti gelismis
ciplerin satisina da yasaklar getirilmistir. Bu kapsamda NVDIA'nin H100 gelismis ¢ipi ilk
olarak yasaklanmis, ardindan daha dusiik versiyon olan H800 cipi de yasaga dahil
edilmistir(Peters, 2023).

Ikinci tiir ve en yaygin yaptirim tiirti Cinli sirketlerin varlik listesine(Entity List) dahil
edilmesidir. Bu listeye dahil olan sirketler ABD ile mal ve hizmet ticareti yapmada ciddi
kisitlamalara tabi olmaktadir. Bunun yaninda bu sirketlerin kiiresel 6lcekteki faaliyetlerine
de ABD tarafindan engellemeler getirilebilmektedir. ABD tarafindan ¢ok sayida Cinli yar:
iletken sirketi varlik listesine alinmistir (BIS, 2025a). Bunlar arasinda SMIC, Fujian Jinhua,
HiSilicon, YMTC, CXMT, AMEC, NAURA, SMEE, PXW, Piotech, Cambricon Technologies
gibi tedarik zincirinin farkli asamalarinda faaliyet gosteren sirketler bulunmaktadir. Aralik
2024’ de 140, Mart 2025’de ise 80 Cinli sirket varlik listesine eklenmistir (Diamond vd., 2025;
TechNode Feed, 2024). Varlik listesinde bulunan Cinli yar1 iletken sirketlerinin say1s1 100" tin
tizerindedir. Bu sirketler, yar1 iletken deger zincirinin tasarim, tiretim, test, paketleme ve
ekipman {retimi gibi cesitli asamalarinda faaliyet gostermektedir. Liste stirekli
gilincellenmekte ve yeni sirketler eklenmektedir. Varlik listesine dahil olan sirketler 6zel izin
almadan ABD’li tedarikgilerden iiriin ve hizmet alamamaktadirlar.

[hracat kontrolleri ve varlik listesi dismnda, ABD menseili teknolojiler kullanilarak
tiglincti tilkelerde {tiretilen tirtinler de giivenlik kontrollerine tabi olmaktadir (BIS, 2025b).
Dogrudan Yabanci Uriin Kurali (FDPR) olarak adlandirilan bu yaptirrm kapsaminda Cinli
sirketlerin {ictincti {iilkelerden aldiklar1 yari iletken {tiretim ekipmanlari, tasarim ve
yazilimlarina erisimleri engellenmistir. Yani diinyanin herhangi bir yerindeki sirketin,
tiretimi herhangi bir ABD yazilimi, tasarimi veya tiretim ekipmani igerdigi durumda,
ornegin SMIC’e bitmis bir tirtin satmak icin, ABD lisans1 almasi gerekmektedir. ABD,
boylece Cin’i gelismis ciplerin kiiresel tedarikinden etkin bir sekilde koparmaktadir (Yang,
2024: 964).

Ozetle ABD, yar1 iletken tedarik zincirinin tamamini ulusal giivenlik baglaminda ele
alarak yari iletken sektoriinii giivenliklestirmis ve bu kapsamda olagan dist politikalar
gelistirmistir. Bu strateji gercevesinde, Cin agikca bir tehdit olarak tanimlanmis ve Cin’'in
ABD menseili yazilim, tasarim, ekipman ve nihai {rtinlere erisimi cesitli yollarla
smirlandirilmistir. Bu politikalar, yalnizca Cin’i degil, ayn1 zamanda tigtinct tilkeleri de
dogrudan etkilemektedir. Giivenliklestirme teorisi baglaminda, bu stirecte ABD’li ve Cinli
sirketler islevsel aktorler olarak ©ne ¢ikmaktadir. ABD’li sirketler, ulusal giivenlik
politikalarinin uygulayicilar olarak Cin’e yonelik ihracat kisitlamalarina uyum saglarken,
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Cinli sirketler bu kisitlamalarin dogrudan hedefi olmustur. Bu durum, giivenliklestirme
politikalarindan etkilenen unsurlar olarak tanimlanan teorideki islevsel aktorlerin
durumuna 6rnek teskil etmektedir.

4.3. Uciincii Ulke ve Sirketleri

ABD’nin Guivenliklestirme stratejisinin bir diger ayagi ise tictincti tilkelere yoneliktir.
Bu kapsamda ABD, yar iletken endiistrisindeki konumunu gticlendirmek adina Tayvan,
Japonya ve Giiney Kore gibi miittefik {iilkelerde bulunan sirketlerin ABD topraklarinda
yatirim yapmasini tesvik etmektedir. Bu politika ile ABD 6zellikle ¢ip tiretimi asamasinda
Asya tilkelerine olan bagimhiligini azaltmay1 hedeflemektedir.

Bu kapsamda Cip tiretiminde diinyada 6nde gelen sirketlerden biri olan Giiney Kore
merkezli SK Hynix, CHIP yasasi kapsaminda ABD’de yapacag: yatirimlar i¢cin Biden
Yonetimi tarafindan 458 milyon dolarlik hibe ile desteklenmistir (U.S. Department of
Commerce, 2024c) Proje, toplam 3,87 milyar dolar tutarinda yatirimi kapsamakta olup proje
kapsaminda Indiana eyaletinde bir AR-GE merkezi ve ileri diizey bellek paketleme ve
tretim tesisi kurulmasi planlanmaktadir. Proje kapsaminda agiklama yapan Ticaret Bakan
Raimondo projenin ABD'nin teknoloji liderligini destekleyerek yapay zeka cipleri tedarik
zinciri tizerinde ABD'nin konumunu saglamlastirdigini, ekonomik ve ulusal giivenligini
gliclendirdigini belirtmistir. Benzer sekilde, gelismis bellek ciplerinin tiretiminde kritik bir
rol oynayan kimyasallarin tireticisi olan Japon sirketi Sumika, CHIPS yasas1 kapsaminda
Texas eyaletinde yapacag1 yatirim icin 52,1 milyon dolarlik tesvik almistir (The National
Institute of Standards and Technology (INIST), 2025).

Diinyanin en biiytik cip tireticisi olan Tayvan merkezli TSMC de “ABD tarihinin en
biiytik yabanci dogrudan yatirimi1” olarak belirtilen yatirim kararmi agiklamustir. Biden
doneminde 65 milyar dolar tutarinda Arizona’da ti¢ {iretim tesisi kuracagini aciklamistir
(The White House, 2024b). Ardindan Baskan Trump doneminde ilave 100 milyar dolar
tutarinda bes yeni fabrika, iki paketleme tesisi ve bir Ar-Ge merkezi daha insa edecegini
aciklamistir (Razdan, 2025). Baskan Trump bu yatirimlarin ABD’nin ekonomik ve ulusal
guivenligi igin 6nemli bir adim oldugunu vurgulamistir (The White House, 2025). Ayrica
Samsung “ileri teknoloji mantik ¢ipi tiretim tesisleri” kurmay1 planladigmi agiklamustr.
Yaklasik 37 milyar dolarlik tutarinda planlanan yatirim kapsaminda ABD Yonetimi
tarafindan 4,7 milyar dolarlik destek aciklanmistir (NIST, 2024). Bu tesisle birlikte 2nm
olceginde diinyanin en gelismis ciplerinin tiretimi hedeflenmektedir. CHIPS programu ile
ABD’de toplam 17 yeni ¢ip {tiretim fabrikast kurulmasmmn giivence altma alindig:
agiklanmustir (NIST, 2025a).

ABD'nin yar iletken tedarik zincirinde tictincti tilkelere yonelik diger politikasi, bu
tilkelerde yer alan sirketleri Cin’e kars: kendisiyle birlikte hareket etmeye tesvik etmesi ya
da zorlamasidir. Yani ABD, yar1 iletken tedarik zincirinde kritik konumda olan ti¢tincti tilke
merkezli sirketleri, Cin'in gelisimini yavaslatma politikas1 dogrultusunda, bir ara¢ olarak
kullanmaktadir. Bu kapsamda ABD, Hollanda ve Japonya ile yapilan ii¢lii anlasma
dogrultusunda, ABD’li sirketlerin Cin’e satisin1 durdurdugu yar: iletken teknoloji ve
ekipmanlarinin, Hollandal1 ve Japon sirketler tarafindan ikame edilmeyecegini
kararlastirmiglardir (Kim ve Rho, 2024: 443). Buna ilave olarak Japonya ve Hollanda,
sirketlerinin ileri diizey yar1 iletken tiretim ekipmanlarim1 Cin’e satisini durdurulmas:
konusunda ABD ile anlasmaya varmistir (Hayashi ve Salama, 2023).

Bu anlasmalar, Hollandali ve Japon sirketlerin kiiresel yar1 iletken deger zincirinde
oynadiklari stratejik rol acisindan kritik bir neme sahiptir. Hollandali ASML sirketi, daha
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once de belirtildigi gibi, 7nm alt1 ¢ip tretimi icin kritik bir bilesen olan litografi makineleri
ve tarayicilarinda diinya lideridir. Benzer sekilde Nikon Corp ve Tokyo Electron gibi Japon
sirketleri de onemli stepper! ve tarayic ireticileridir ve her iki tilke birlikte 2019 itibari ile
kiiresel pazar paymin %99 undan fazlasina sahiptir (Hamdani ve Belfencha, 2024: 7).

Hollandal1 ve Japon sirketlere ilave olarak ABD, Tayvanli TSMC sirketinden de Cin’e
yaptig1 gelismis cip ihracatin1 durdurmasin istemistir. TSMC bu karara uyarak, 7nm ve alt1
diizeydeki Cin’e yaptig1 cip ihracatim1 durdurarak Cinli tasarim sirketlerine bildirmistir
(Hille ve McMorrow, 2024). Boylece ABD, Cin'in 6zellikle geride oldugu asamalarda
tgtincti tlkelerdeki sirketleri de devreye sokarak Cin'in gelisimini yavaslatmay:
hedeflemektedir. Ozetle iiciincii ilke merkezli sirketler de ABD'nin giivenliklestirme
politikalar1 kapsaminda sundugu tesviklerden yararlanirken kisitlamalardan da olumsuz
etkilenmiglerdir.

Sonug

ABD ile Cin arasindaki kiiresel gii¢ rekabetinin belki de en yogun yasandig1 alan
teknolojidir. Teknolojik rekabet ¢ok sayida konu bashg: (yapay zeka, dijital teknolojiler,
telekomiinikasyon, askeri, uzay, insansi robotlar, biyoteknoloji vb.) altinda devam eden bir
strectir. Teknolojinin bu alt bilesenleri arasinda en c¢ok 6ne ¢ikan konu baslig1 yari
iletkenlerdir. Yar1 iletkenler, beyaz esya tirtinlerinden baslayarak televizyon, telefon,
bilgisayar ve diger tum elektronik cihazlarin hemen hemen tamaminda yer alan kritik bir
bilesen olmasmin yaninda bircok ¢igir acan teknolojinin (yapay zeka, kuantum bilisim,
insansi robotlar, nesnelerin interneti vb.) en kritik bilesenleri olarak bu teknolojilerin hayata
gecmesini mimkiin kilmaktadir.

Yari iletkenlar kritik bir teknoloji olma 6zelliginin yaninda giincel ABD-Cin rekabeti
icerisinde baska bir agidan da kritik bir konumdadir. Kiiresel 6lcekte kritik teknolojilerdeki
rekabeti analiz eden bir calismaya gore, 2003 yil itibariyla 64 kritik teknolojinin 60’inda
ABD lider konumda bulunurken, Cin yalmzca ti¢ teknolojide 6ndedir. Buna karsilik 2023
yilina gelindiginde, ABD sadece 7 teknolojide lider iken Cin 64 teknolojinin 57’sinde lider
konuma ulasmistir (Leung vd., 2024). Dolayisiyla bu calismaya gore ABD teknolojideki
kiiresel liderligini halihazirda Cin’e kars: kaybetmis durumdadir. Yari iletken rekabetinde
ise durum halen ABD'nin lehinedir. Bircok alanda teknolojik tisttinltigtinti kaybetmis olan
ABD, yan iletken teknolojilerinde liderligini devam ettirmek igin yogun bir caba
icerisindedir.

Bu calisma kapsaminda yapilan arastirmaya gore, yar: iletken rekabetinde iki tilke
de yar iletken tedarik zincirinin tiim asamalarmi ulusal gtivenligin bir konusu haline
getirmistir. Giivenliklestirme teorisinin ongordiigu tizere, hem ABD hem de Cin, yari
iletkenleri varolussal bir tehdit soylemi icerisinde ele alarak olagantistii tedbirler
uygulamaktadir. ABD acisindan Cin’in teknolojik ilerlemesi “ulusal gtivenlige tehdit” olarak
tanimlanirken, Cin agisindan ise dis teknolojilere bagimlilik ‘en biiytik gizli tehlike” olarak
nitelendirilmektedir. Bu giivenliklestirme soylemi, her iki iilkenin de normal piyasa
kosullarinin 6tesine gecen olagantistii politikalar uygulamasini mesrulastirmaktadir.

Cin, gtivenliklestirme stratejisi kapsaminda yabanci bilesenlere olan bagimliligini
azaltip yerel teknolojik kapasitesini artirarak yari iletkenlerde kendi kendine yeterliligi
saglayacak bir politika izlemektedir. Bu politika, Giivenliklestirme teorisindeki ‘referans
nesnesi’ olarak Cin’in teknolojik bagimsizligini ve ulusal gtivenligini koruma amacinm

1 "stepper", yari iletken tiretiminde kullanilan 6zel bir fotolitografi makinesidir. Silikon wafer tizerinde son derece kiigiik
ve karmagsik devre desenlerini olusturmak i¢in kullanilir.
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yansitmaktadir. Bunun yaninda ABD ise bir yandan sektordeki mevcut konumunu
glclendirmek icin kapsamli tesvikler uygularken diger yandan Cin'in teknolojik
kapasitesini gelisimini durdurmak icin ihracat kontrolti, yasakl: liste, lisans zorunlulugu,
tiglinct tilkeler tizerine baski gibi ¢esitli yontemlere basvurmaktadir. ABD’nin bu stratejisi,
gtivenliklestirme stirecinde ‘olagantistii onlemler’ asamasini temsil etmekte ve normal
ticaret kurallarinin 6tesine gecen miidahaleleri mesrulastirmaktadir.

Gtivenliklestirme teorisi baglaminda, tctincii tilkeler ve sirketler “islevsel aktorler’
olarak bu rekabetten dogrudan etkilenmektedir. Ozellikle ABD'nin yakin miittefiki olarak
bilinen tilkeler (AB tilkeleri, Japonya, Giiney Kore, Tayvan), gtivenliklestirme sdyleminin
bir parcast haline getirilerek Cin ile rekabette ABD ile birlikte hareket etmeye tesvik
edilmekte ya da zorlanmaktadir. Bu durum, gitivenliklestirme stirecinin yalnizca ulusal
diizeyde degil, uluslararasi ittifaklar tizerinde de etkili oldugunu gostermektedir. Hollanda,
Japonya, Giiney Kore ve Tayvan gibi tilkelerdeki sirketler, bir yandan ABD’nin sundugu
tesviklerden yararlanirken, diger yandan Cin pazarma erisim kisitlamalarindan olumsuz
etkilenmektedir. Bu cift yonlii etki, giivenliklestirmenin ekonomik ve jeopolitik boyutlarini
birlestirmektedir.

Karsilikli bagimlilik teorisinin éngordiiguntn aksine, yar: iletken sektdriindeki iki
tilkenin gtivenliklestirme politikalari, iki tilke arasindaki ekonomik baglarin zayiflamasina
yol acmistir. Bu durum, teknolojik ayrisma argiimanini destekleyen giiclii bir drnek
olusturmaktadir. Bu ayrisma, giivenliklestirme teorisinin ongordugii sekilde, normal
ekonomik iliskilerin giivenlik endiseleri nedeniyle bozulmasini 6érneklemektedir. Herleyen
doénemde bu teknolojik ayrismanin derinlesmesi, iki biiyiik gii¢ arasindaki gerilimin
artmasina ve potansiyel catisma riskinin yiikselmesine neden olabilir. Bu durum,
gtvenliklestirme stirecinin nihai sonucu olarak, wuluslararasi sistemde yeni bir
kutuplasmanin ortaya ¢ikmasina sebep olabilir.
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Extended Summary

The most intense arena of competition in the global power struggle between the United States and
China is technology. Within this technological rivalry, semiconductors occupy a central position, both as the
epitome of cutting-edge innovation and as a critical component underpinning all other advanced technologies.
The semiconductor industry is characterized by highly complex manufacturing processes and a
transcontinental supply chain that spans multiple stages before reaching the final product. This paper tests
two hypotheses and analyzes official documents, policy papers, and statements within this framework: (1)
The United States and China approach all stages of the semiconductor supply chain as matters of national
security, developing corresponding strategies and policies; (2) While the U.S. implements policies to maintain
its leadership in the semiconductor sector and constrain China’s technological advancement, China is making
concerted efforts to achieve technological parity and circumvent American restrictions. The study employs the
Copenhagen School’s Securitization Theory to examine the U.S.-China competition over semiconductors,
analyzing how both states have securitized this sector and the global ramifications of their respective policies.

Semiconductors are the foundational components enabling the functionality of all modern electronic
devices. Often described as the “DNA of technology,” these components are embedded in everything from
household appliances and smartphones to automobiles and computers. The production of a modern chip
involves a complex process that starts with silicon wafer fabrication and extends to integration into electronic
devices, encompassing seven main categories. The semiconductor supply chain is transcontinental, with each
stage presenting varying degrees of difficulty and value addition. While stages such as wafer fabrication and
packaging offer relatively lower value-added, manufacturing technologies and chip design are highly
sophisticated and value-intensive. The U.S. leads in design, core intellectual property, and EDA (Electronic
Design Automation) software, whereas South Korea and Taiwan dominate advanced chip manufacturing, and
China and Taiwan are prominent in packaging and testing.

The Copenhagen School’s Securitization Theory provides an appropriate framework for
understanding the U.S.-China semiconductor rivalry. Securitization refers to the process by which an issue is
framed as a matter of national security, justifying extraordinary measures to address the perceived threat. In
the case of semiconductors, both countries have securitized the sector, implementing a range of policies
accordingly. The U.S. National Security Strategy explicitly identifies technology as central to geopolitical
competition and national security, while Chinese President Xi Jinping has described foreign control over
technology as “the greatest hidden danger.” Thus, the semiconductor sector has become a strategic priority
for both powers.

Since the early 2000s, China has pursued long-term strategies to reduce external dependence and
achieve self-sufficiency in semiconductors. Landmark initiatives include the “02 Special Project” launched in
2009, the establishment of the “Big Fund” in 2014, and the “Made in China 2025” plan announced in 2015.
These strategies have yielded significant progress, such as the development of chips based on the open-source
RISC-V architecture at the Inm scale, innovations in EUV laser technology, transistors using 2D materials
instead of silicon, and carbon-based microchips. However, U.S. sanctions have impeded China’s progress,
particularly regarding access to advanced manufacturing equipment and EDA software essential for sub-5nm
chip production. In response, China has imposed restrictions on the export of rare earth elements to the U.S.
as a retaliatory measure.

The U.S. semiconductor strategy rests on three pillars. First, the CHIPS Act aims to bolster domestic
production and safeguard American leadership, targeting a 35% share of global advanced chip manufacturing
by 2032. Second, to slow China’s technological ascent, the U.S. has imposed export controls, licensing
requirements, restricted entity lists, and blocked acquisitions, particularly targeting China’s weaknesses in
EDA software, EUV lithography equipment, and advanced chips. Third, the U.S. encourages allied firms from
Taiwan, South Korea, and Japan to invest domestically and align with U.S. policy vis-a-vis China. Major
investments by TSMC, Samsung, and SK Hynix in the U.S. exemplify this strategy in practice.

In conclusion, the semiconductor sector constitutes one of the most critical dimensions of the U.S.-
China global power contest. Both states seek to securitize the sector to gain strategic advantage, reshaping the
global technology ecosystem in the process. The U.S.-China semiconductor rivalry profoundly impacts global
supply chains and drives technological decoupling. Third countries and firms are affected both positively and
negatively —benefiting from U.S. incentives while facing restrictions in accessing the Chinese market. The
process of technological decoupling reduces mutual dependencies and heightens tensions between the two
powers, potentially escalating into broader geopolitical conflict beyond the economic and technological realms
in the future.




